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(57) Zusammenfassung: Eine Mehrzahl von einseitigen 9P

Leiterbahnfilmen, welche aus Harzfilmen hergestellt sind, 108 e — J
wird aufeinandergestapelt, um einen Stapel auszubilden, T L_H—j}

wobei in einer gegebenen Region ein Trennfilm zwischen- N Coer e e =
liegend angeordnet wird, welcher leicht von den Harzfilmen 9c

getrennt werden kann. Der Stapel wird dann erwarmt und

unter Druck gesetzt, um eine Mehrschichtleiterplatte (8)

auszubilden. Nach Montage von Komponenten auf der

Oberflache der Mehrschichtleiterplatte werden die Leiter-

platte und der Trennfilm voneinander abgelést. Wenigstens

eine Ablosungsplatte (10a) von Ablésungsplatten (10a,

10b) wird dann unter einem Winkel relativ zu einer Position

vor Abldsung gefaltet. Komponenten (9b, 9c, 9d) werden

auf den getrennten Oberflachen der Abldsungsplatten

montiert. Somit erméglicht eine neuerliche Montage der

Komponenten auf den getrennten Oberflachen der Ablé-

sungsplatten eine hochdichte Montage, ohne die Oberfla-

chendimensionen der mehreren Lagen selbst zu vergro-

Rern und ohne eine weitere Leiterplatte hinzuzufligen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Mehrschichtleiterplatte, welche zur Montage mit
hoher Dichte bzw. Kompaktmontage geeignet ist, ein
Verfahren zur Herstellung der Mehrschichtleiterplat-
te, sowie ein Mobilgerat, welches die Mehrschichtlei-
terplatte aufweist.

[0002] Im Zuge der Entwicklung von Miniaturisie-
rung und Gewichtsersparnis elektronischer Gerate
wird hierdurch eine Miniaturisierung elektronischer
Komponenten und eine kompakte Montage auf einer
mehrschichtigen Leiterplatte bendtigt. In einem Mo-
bilgerat wie etwa einem Mobiltelefon besteht flr eine
Mehrschichtleiterplatte mit vielen Komponenten ins-
besondere das Bedurfnis, innerhalb eines begrenz-
ten kleinen Raums untergebracht zu werden.

[0003] Eine Montage vieler Komponenten auf einer
mehrschichtigen Leiterplatte erfordert herk&mmli-
cherweise eine Vergrofierung beladener Oberfla-
chendimensionen der Platte durch Vergrofiern der
Leiterplatte selbst oder Aufeinanderstapeln einer
Mehrzahl von Leiterplatten. Allerdings fuhrt eine Ver-
gréRerung der Leiterplatte und ihrer Oberflachendim-
sionen zu einer VergréRerung der Abmessungen des
Produkts. Ein Aufeinanderstapeln der Leiterplatten
bedingt den Einsatz von Verbindern zur elektrischen
Verbindung. Dies fuhrt hierdurch zu Problemen in der
GroRe des Produkts oder den Kosten des Produkts.
Als eine andere Gegenmafinahme kann eine Faltung
eines flexiblen Substrats die beladenen Oberflachen-
dimensionen vergréfern. Dies flhrt jedoch zu einer
Schwierigkeit, flexible Substrate aufeinanderzusta-
peln und die Dichte von Signalleitungen zu erhéhen.

Aufgabenstellung

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Mehrschichtleiterplatte zu schaffen, die
zur kompakten Montage geeignet ist, sowie ein Her-
stellungsverfahren der Mehrschichtleiterplatte und
ein Mobilgerat, das die Mehrschichtleiterplatte auf-
weist.

[0005] Um die vorgenannte Aufgabe zu I6sen, wird
ein Herstellungsverfahren fir eine Mehrschichtleiter-
platte mit den folgenden MaRnahmen verwendet. Auf
wenigstens einer Oberflache eines aus einem ther-
moplastischen Harz bzw. Kunstharz hergestellten
Harzfilms wird ein Leitermuster bzw. ein Muster von
Leiterbahnen ausgebildet. Durch Zwischenlegen we-
nigstens eines Trennfilms in einer gegebenen Region
wird eine Mehrzahl von Harzfilmen aufeinanderge-
stapelt, welche den Harzfilm, der mit dem Leitermus-
ter bzw. den Leiterbahnen versehen ist, beinhalten.
Ein Stapel der Harzfiime einschlieflich des Trenn-
films wird mit einer Pref3form erwadrmt und unter
Druck gesetzt bzw. geprel¥t, so daft die Harzfilme je-
weils aneinander haften, um eine Mehrschichtleiter-
platte auszubilden. Auf einer Oberflache der Mehr-
schichtleiterplatte wird eine Komponente montiert.

Der Trennfilm, eine erste Abldsungsplatte, welche ein
auf dem Trennfilm angeordneter erster Abschnitt der
Mehrschichtleiterplatte ist, und eine zweite Ablo-
sungsplatte, welche ein unter dem Trennfilm ange-
ordneter zweiter Abschnitt der Mehrschichtleiterplat-
te ist, werden abgel6st, um den Trennfilm zu entfer-
nen. Auf getrennten Oberflaichen der ersten und
zweiten Abldsungsplatten werden in einem Zustand,
in welchem wenigstens eine Abldsungsplatte von der
ersten und zweiten Abldsungsplatte unter einem
Winkel relativ zu einer Position vor Faltung gefaltet
ist, andere Komponenten montiert.

[0006] Somitist, wenn die Harzfilme gestapelt sind,
der Trennfilm in der gegebenen Region zwischenge-
legt. Harzfilme, welche den Trennfilm hierzwischen
aufweisen, haften nach Erhitzen und Unterdruckset-
zen nicht aneinander, so dal} die Harzfilme leicht von
dem Trennfilm abgeldst werden kdnnen. Wenigstens
eine der abgel6sten Platten wird dann unter einem
Winkel relativ zu einer Position vor Ablésung gefaltet,
so dal getrennte Oberflachen der zwei Ablosungs-
platten erzeugt werden. Die getrennten Oberflachen
stehen zur Montage einer zusatzlichen Komponente
zur Verfugung. Dies fuhrt dazu, dal eine hochdichte
Montage mdglich wird, ohne die Oberflachendimen-
sionen der Mehrschichtleiterplatte selbst zu vergro-
Rern oder eine neue Leiterplatte hinzuzufligen.
Durch Falten der Ablésungsplatte kann den Erforder-
nissen beim Entwurf eines Produkts Rechnung getra-
gen werden. Insbesondere ist die vorgenannte Mehr-
schichtleiterplatte zur Verwendung in einem Mobilge-
rat geeignet, welches vielfaltige auflere Erschei-
nungsbilder und Funktionen aufweist.

Ausfiihrungsbeispiel

[0007] Die vorgenannten und andere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung
werden aus der nachfolgenden genauen Beschrei-
bung, welche mit Bezug auf die begleitenden Zeich-
nungen gemacht wurde, ersichtlicher werden. In den
Zeichnungen:

[0008] sind Fig. 1A bis 1E Schnittansichten zur Er-
lduterung eines Verfahrens zum Herstellen einer
Mehrschichtleiterplatte gemaR einer ersten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung;

[0009] ist Fig- 2 eine schematische Draufsicht einer
mit Komponenten beladenen Mehrschichtleiterplatte
gemal der ersten Ausfiihrungsform;

[0010] sind Fig. 3A bis 3C Querschnittsansichten
zur Erlauterung eines Herstellungsverfahrens bis zu
einer Stufe, in welcher Komponenten auf getrennten
Oberflachen von Abldsungsplatten in der zweiten
Montageverarbeitung montiert werden, gemaf der
ersten Ausfihrungsform;

[0011] ist Fig. 4 eine Querschnittsansicht, welche
eine mit einem Verstarkungselement und einem Ab-
standshalter beladene Mehrschichtleiterplatte ge-
mal der ersten Ausflihrungsform zeigt;

[0012] sind Fig. 5A bis 5E Querschnittsansichten
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zur Erlauterung eines Verfahrens zum Herstellen ei-
ner Mehrschichtleiterplatte gemafl einer zweiten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung;

[0013] ist Fig. 6 eine schematische Draufsicht, wel-
che einen Schlitz gemaR der zweiten Ausfuhrungs-
form zusatzlich erlautert;

[0014] ist Fig. 7 eine Querschnittsansicht, welche
eine Mehrschichtleiterplatte nach der zweiten Monta-
geverarbeitung geman der zweiten Ausfuhrungsform
zeigt; und

[0015] sind Fig. 8A, 8B Querschnittsansichten an-
derer Ausbildungen einer Mehrschichtleiterplatte.
[0016] Die Ausfuhrungsformen der vorliegenden Er-
findung werden mit Bezug auf die Zeichnungen erlau-
tert werden.

Erste Ausfihrungsform

[0017] Anhand der Querschnittsansichten von
Fig. 1A bis 1E wird nun ein Verfahren zum Herstellen
einer Mehrschichtleiterplatte gemaR einer ersten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung erlau-
tert werden.

[0018] Wie in Fig. 1A gezeigt, wird ein einseitiger
Leiterbahnfilm 1 aus einem Harzfilm 2 und Leiterbah-
nen 3 ausgebildet. Die Leiterbahn 3 ist durch Atzen
einer leitenden Folie, welche auf einer Seite des
Harzfilms 2 befestigt ist, ausgebildet. Der Harzfilm 2
kann aus einem 25 bis 100 um dicken Harzfilm mit 65
bis 35 Gewichts-% (im folgenden Gew.-%) PEEK
(Polyetheretherketon) und 35 bis 65 Gew.-% PEI (Po-
lyetherimid) hergestellt sein. Die Leiterfolie ist aus ei-
ner Folie aus einem Metall niedrigen Widerstands,
welches aus einer Gruppe ausgewahlt ist, welche
wenigstens Gold, Silber, Kupfer und Aluminium ent-
halt, bzw. vorzugsweise aus einer Kupferfolie, welche
preiswert und migrationsfrei ist, hergestellt. Anstelle
eines Atzverfahrens kann bei der Ausbildung der Lei-
terbahnen auch ein Druckverfahren eingesetzt wer-
den.

[0019] Nachdem die Leiterbahnen 3 auf dem Harz-
film 2 ausgebildet sind, wie in Fig. 1A gezeigt, wer-
den Kontaktlécher 4, welche ihren Grund an der
Ruckseite der Leiterbahnen 3 aufweisen, wie in
Fig. 1B gezeigt, durch Aufstrahlen von Laserlicht ei-
nes Kohlendioxidlasers von einer Unterseite von
Fig. 1B her ausgebildet. Bei Ausbildung der Kontakt-
I6cher 4 kann anstelle eines Kohlendioxidlasers ein
UV-YAG-Laser oder ein Excimer-Laser eingesetzt
werden. Die Kontaktlécher 4 kénnen auch unter Ein-
satz mechanischer Verfahren wie etwa mit einem
Bohrer ausgebildet werden. Allerdings kann eine Be-
arbeitung unter Verwendung des Lasers die beste
Wahl sein, weil die Ausbildung einen kleinen Durch-
messer erfordert und Beschadigungen der Leiterbah-
nen vermieden werden mussen.

[0020] Nach Ausbilden der Kontaktlécher 4 wird
eine Leiterpaste 5 in die Kontaktldcher 4 gefillt, wie
in Fig. 1C gezeigt. Die Leiterpaste 5 ist durch Mi-
schen und Kneten von Partikeln aus Metall wie etwa

Kupfer (Cu), Silber (Ag) oder Zinn (Sn) mit einem or-
ganischen Lésungsmittel hergestellt. Die Leiterpaste
5 kann zuséatzlich je nach Bedarf eine niedrig schmel-
zende Glasfritte, ein organisches Harz oder einen an-
organischen Fullstoff enthalten. Die Leiterpaste 5
wird mittels eines in der Figur nicht dargestellten
Siebdruckers oder Spenders in die Kontaktlécher 4
gefullt.

[0021] Nachdem die Leiterpaste 5 in die Kontaktlo-
cher 4 gefillt ist, wird eine Mehrzahl von einseitigen
Leiterbahnfilmen 1 (sechs Filme in dieser Ausfiih-
rungsform) aufeinandergestapelt, wie in Fig. 1D ge-
zeigt. Hierbei weisen drei Filme 1 oberhalb von der
Mitte des Stapels in Fig. 1D Leiterbahnen auf ihren
oberen Seiten auf, wahrend die anderen drei Filme 1
unterhalb der Mitte des Stapels in Fig. 1D Leiterbah-
nen auf ihren unteren Seiten aufweisen.

[0022] In einem gegebenen Bereich zwischen dem
zweiten und dem dritten Film 1, von der Oberseite
des Stapels aus gezahlt, wird ein Trennfilm 6 einge-
setzt. Der Trennfilm 6 ist aus Polyimid hergestellt.
Hierbei weist das Polyamid einen Schmelzpunkt auf,
der hoéher ist als die Temperatur einer spater be-
schriebenen Heiz-/Druckbearbeitung. Das Polyamid
zeigt eine kleine Verringerung eines Elastizitdtsmo-
duls relativ zu einer Temperaturerhéhung. Der Trenn-
film 6 entwickelt dadurch eine Antihafteigenschaft be-
ziuglich des Harzfilms 2, wahrend das thermoplasti-
sche Element des Harzfilms 2, welches den einseiti-
gen leitbaren Film 1 bildet, durch die Heiz-/Druckbe-
arbeitung aufgeweicht wird.

[0023] Der Trennfilm 6 ist 20 um dick, so dal} in dem
Stapel ein Dickenunterschied stattfindet, obwohl der
Unterschied gering ist. DemgemaR wird die Leiter-
bahn 3 des einseitigen Leiterbahnfiims 1, welche
dem Trennfilm 6 gegenuberliegt, vorzugsweise dinn
genug geatzt, um den Dickenunterschied auszuglei-
chen. Dadurch wird die Dicke des Stapels nahezu
eben, so dal die Heiz-/Druckbearbeitung eine Erwar-
mung und Druckbeaufschlagung gleichmafig tber
den gesamten Stapel ausflihren kann. Hierbei kann
der Trennfilm 6 aus einem hochhitzebestéandigen
Harz wie etwa Polytetrafluoroethylen anstelle von
Polyimid hergestellt sein. Obwohl der Trennfilm 6 in
dieser Ausfuhrungsform zwischen dem zweiten und
dem dritten Film, von der Oberseite des Stapels aus
gezahlt, eingesetzt ist, kann der Trennfiim 6 abwei-
chend davon eingesetzt werden, ohne auf die spezi-
elle Erscheinungsform dieser Ausflihrungsform be-
grenzt zu sein.

[0024] Nachdem die einseitigen Leiterbahnfiime 1
aufeinandergestapelt sind, wie in Fig. 1D gezeigt, er-
warmt und bedriickt eine Prel3form einer Heizprel3-
maschine (nicht gezeigt) den Stapel sowohl von der
Ober- als auch von der Unterseite des Stapels her,
um eine Mehrschichtleiterplatte auszubilden. In die-
ser Ausflhrungsform wird die Heiz-/Druckbearbei-
tung unter einer Bedingung einer Temperatur von 250
bis 350°C und einem Druck von 1 bis 10 MPa ausge-
fuhrt. Zwischen der Druckform und den Oberflachen
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des Stapels kann ein Pufferelement (nicht gezeigt)
mit einer Pufferwirkung eingesetzt werden, um eine
Verschiebung der Leiterbahnen 3 zu verhindern. Des
weiteren kann ein aus Polyimid oder dergleichen her-
gestelltes Trennelement (nicht gezeigt) zwischen
dem Pufferelement und dem Stapel sowie zwischen
dem Pufferelement und der Prelform fir die
Heiz-/Druckbearbeitung angeordnet sein, um eine
Trennung hierzwischen zu erleichtern.

[0025] Durch die vorgenannten Stufen werden die
Harzfilme 2 jeweils verschmolzen und unter Aufwei-
sen von elektrischen Zwischenschichtverbindungen
zwischen den aufeinanderstof3enden Leiterbahnen 3
durch die Leiterpaste 5 innerhalb der Verbindungslo-
cher 4 kombiniert. Dadurch wird, wie in Fig. 1E ge-
zeigt, eine Mehrschichtleiterplatte 8 ausgebildet, wel-
che Anschlul¥flecken 7 der Leiterbahnen 3 auf ihrer
oberen und unteren Oberflache aufweist.

[0026] Als nachstes wird mit Bezug auf Fig. 2, 3A
bis 3C eine hochdichte Montage einer Mehrschicht-
leiterplatte 8, ein Merkmal dieser Ausfiuhrungsform,
erlautert werden. Ein Trennfilm 6 wird auf der rechten
Seite von einer gestrichelten Linie in Fig. 2 aus, wel-
che eine Draufsicht der Mehrschichtleiterplatte 8
zeigt, angeordnet. Fig. 3A bis 3C sind Querschnitts-
ansichten, welche ein Herstellungsverfahren erlau-
tern. Fig. 3A ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
nen Zustand zeigt, in welchem Komponenten nach
der ersten Montageverarbeitung auf der Ober- und
Unterseite der Mehrschichtleiterplatte 8 montiert
sind. Fig. 3B ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
nen Zustand zeigt, in welchem der Trennfilm 6 ent-
fernt und eine Ablésungsplatte gefaltet ist. Fig. 3C ist
eine Querschnittsansicht, welche einen Zustand
zeigt, in welchem Komponenten nach der zweiten
Montageverarbeitung auf den getrennten Oberfla-
chen der Ablésungsplatte montiert sind. In Fig. 3A
bis 3C sind die Leiterbahnen 3, Verbindungslécher 4,
Leitpaste 5 und Anschlufflecken 7 der Mehrschicht-
leiterplatte 8, welche in Fig. 1A bis 1E gezeigt sind,
zweckmafigerweise weggelassen.

[0027] Als die erste Montageverarbeitung werden
Komponenten 9 wie etwa ein IC-Chip jeweils auf der
Ober- und Unterseite der Mehrschichtleiterplatte 8
montiert, wie in Fig. 2 und 3A gezeigt. AnschluR3drah-
te 9a der Komponenten 9 werden den Anschluf3fle-
cken 7 (nicht gezeigt) gegeniberliegend entspre-
chend den Schaltungselektroden der Mehrschichtlei-
terplatte 8 montiert. Zwischen den Anschluf3flecken 7
und den Anschlu3dréahten 9a wird vorab ein Verbin-
dungsmaterial (nicht gezeigt) wie etwa ein Lot auf
wenigstens entweder den Anschlulflecken 7 oder
den AnschluRdrahten 9a angeordnet. In diesem Zu-
stand wird ein Aufschmelzléten oder dergleichen
ausgefihrt, um die Anschlullflecken 7 mit den An-
schluRdrahten 9a mechanisch und elektrisch zu ver-
binden.

[0028] Nachdem die Komponenten 9 auf der Mehr-
schichtleiterplatte 8 montiert sind, werden der Trenn-
film 6 und Abschnitte der Leiterplatte, welche der Ob-

er- bzw. Unterseite des Trennfiims 6 gegenuberlie-
gen, in einer Region, in welcher der Trennfilm 6 ange-
ordnet ist, durch Abziehen und Abschéalen des Trenn-
films 6 abgeldst. Hierbei werden die Abschnitte der
Leiterplatte als Ablésungsplatten 10a, 10b bezeich-
net. Die Abldsungsplatte 10a wird um etwa 180 Grad
zu einer ursprunglichen Anordnung derselben gefal-
tet. D.h., die gefaltete Abldsungsplatte 10a wird so
angeordnet, dal sie sich im wesentlichen parallel zu
der linksseitigen Halfte (Oberflache) der Mehr-
schichtleiterplatte 8, wo kein Trennfilm 6 angeordnet
ist, befindet. Das Falten der Abldsungsplatte 10a um
etwa 180 Grad fuhrt nicht nur zu einer Verringerung
einer GroRe in einer Schalrichtung im Vergleich mit
einem Hinzufigen einer zusatzlichen Leiterplatte,
sondern macht es auch leichter, eine Komponente
auf der getrennten Oberflache zu montieren. Das Fal-
ten der Ablésungsplatte 10a um einen gegebenen
Winkel kann zusammen mit oder nach der Ablésung
von dem Trennfilm 6 erfolgen.

[0029] Hier wird die Ablésung zwischen dem Trenn-
film 6 und der Ablésungsplatte 10a von der rechtssei-
tigen Kante der Mehrschichtleiterplatte 8 aus durch-
geflhrt. Wenn die Ablésungsplatte 10a dinn ist, weil
sie etwa nur wenige Lagen umfallt, wird die Ablo-
sungsplatte 10a durch Aufbringen einer Kraft nur auf
die Ablésungsplatte 10a selbst gefaltet. Im Gegen-
satz dazu wird die Ablésungsplatte 10a, wenn sie di-
cker als zuvor erwahnt ist, durch Erwarmen eines zu
biegenden Abschnitts der Ablésungsplatte 10a gefal-
tet und eine Kraft auf die Ablésungsplatte 10a ausge-
Ubt. Wenn die Warme aufgebracht wird, sollte die Er-
warmung so gesteuert werden, dal® ein Einflul auf
die Komponenten 9 und Verbindungselemente zwi-
schen den AnschluRdrahten 9a und Anschluf¥flecken
7 vermieden wird. Hierbei wird der Trennfilm 6 nach
Ablésung von den Ablésungsplatten 10a, 10b ent-
fernt.

[0030] Als die zweite Montageverarbeitung werden,
wie in Fig. 3C gezeigt, Komponenten 9 auf den ge-
trennten Oberflachen der Ablésungsplatten 10a, 10b
der Mehrschichtleiterplatte 8 montiert. In Fig. 3C wird
als ein Beispiel fur die Verwendung in einem Mobilge-
rat eine Folientastatur 9b auf der getrennten Oberfla-
che der Abldsungsplatte 10a montiert, wahrend auf
der getrennten Oberflache der Abldsungsplatte 10b
ein LCD-Sockel 9¢ und ein LCD-Modul 9d montiert
werden.

[0031] Hier weist der linksseitige Abschnitt der
Mehrschichtleiterplatte mehr Schichten auf als der
rechtsseitige Abschnitt. In dem linksseitigen Ab-
schnitt ist eine Steuerungsschaltung mit Signalleitun-
gen hoher Dichte wie etwa eine CPU und Speichere-
lemente angeordnet, wahrend auf dem rechtsseiti-
gen Abschnitt eine LCD-Steuerschaltung angeordnet
ist. Dieser Aufbau kann dadurch zur Verwendung fur
ein Mobiltelefon angewendet werden. Somit kdnnen
duleres Erscheinungsbild und Verwendung der
Komponenten 9, die auf den getrennten Oberflachen
der Abldésungsplatten 10a, 10b montiert werden,
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Schaltungsmuster der Mehrschichtleiterplatte 8, ein-
gesetzte Regionen und die Anzahl der Trennfilme 6 in
dem Stapel sowie einen Faltwinkel zwischen den Ab-
I6sungsplatten 10a, 10b bestimmen. In dieser Aus-
fuhrungsform kann ein kombinierter Schaltungsauf-
bau der um 180 Grad gefalteten Abldsungsplatte 10a
und der gegeniberliegenden Platte der Mehrschicht-
leiterplatte 8 ein Eindringen eines externen Rau-
schens einschranken. Dies fihrt dazu, dal der Auf-
bau der Ausflihrungsform geeignet sein kann, um auf
eine drahtlose Schaltung angewendet zu werden.
[0032] Wie zuvor erlautert, kann ein Anwenden ei-
nes Aufbaus der Mehrschichtleiterplatte 8 dieser
Ausfuhrungsform die Oberflachendimensionen fir
die Schaltungsmontage erhéhen, ohne eine neue
Leiterplatte hinzuzufiigen oder die Oberflachendi-
mensionen der Mehrschichtleiterplatte 8 selbst zu
vergroRern. Demzufolge kann eine zur hochdichten
Montage fahige Mehrschichtleiterplatte 8 eine grof3e
Komponente 9 wie etwa ein LCD-Modul 9d aufneh-
men. Daher ist die Mehrschichtleiterplatte 8 dieser
Ausfuhrungsform zur hochdichten Montage fahig und
zur Verwendung in Mobiltelefonen oder dergleichen
geeignet.

[0033] Wie zuvor erlautert, wird die Folientastatur
9b auf der getrennten Oberflache der Ablésungsplat-
te 10a, die um den Winkel von etwa 180 Grad gefaltet
ist, montiert. Hierbei wird vorzugsweise eine feste
Struktur gesichert, um zu verhindern, dal} sich Span-
nungen in dem gebogenen Abschnitt der Ablésungs-
platte 10a konzentrieren. Genauer gesagt kann, wie
in Fig. 4 gezeigt, innerhalb der Mehrschichtleiterplat-
te 8 ein Glas/Epoxidharz-Material oder dergleichen
vorab als ein Verstarkungselement 11 angeordnet
werden. Hierbei sollte das Verstarkungselement nicht
in einer Position, in welcher der Trennfilm 6 einge-
setzt wird, oder in dem gebogenen Abschnitt der Ab-
I6sungsplatte 10a angeordnet werden, um eine leich-
te Faltung der Leiterplatte sicherzustellen.

[0034] Des weiteren kdnnen, wie in Fig. 4 gezeigt,
Abstandshalter 12 in Zwischenraumen zwischen der
Ablésungsplatte 10a und der gegeniiberliegenden
Platte der Mehrschichtleiterplatte 8 dort angeordnet
sein, wo keine Komponenten 9 montiert werden. Dies
kann eine in dem gebogenen Abschnitt der Abl6-
sungsplatte 10a erzeugte Spannung vermindern,
wenn eine Kraft auf die Platte 10a ausgetibt wird. Die
Abstandshalter 12 kénnen von der Art sein, die Platte
10a so zu fixieren, dal sie nicht verschoben wird,
oder von der Art, durch ihre eigene elastische Verfor-
mung eine Pufferwirkung auszuiben.

[0035] Des weiteren ist ein Schmelzpunkt des Ver-
bindungsmaterials in der zweiten Montageverarbei-
tung vorzugsweise niedriger als der in der ersten
Montageverarbeitung. Dies verhindert, dal® das in
der ersten Montageverarbeitung verwendete Verbin-
dungsmaterial wahrend der zweiten Montageverar-
beitung erneut schmilzt. Das Verbindungsmaterial fur
die zweite Montageverarbeitung kann ein leitfahiger
Klebstoff oder dergleichen sein, der bei einer niedri-

geren Temperatur verarbeitet werden kann.
Zweite Ausfuhrungsform

[0036] Eine zweite Ausfiihrungsform der vorliegen-
den Erfindung wird mit Bezug auf Fig. 5A bis 5E, 6, 7
erlautert werden. Eine Mehrschichtleiterplatte der
zweiten Ausflihrungsform weist viele Merkmale mit
der ersten Ausflihrungsform gemeinsam auf. Die ge-
meinsamen Teile werden daher in der Erlduterung
weggelassen werden, wahrend die Unterschiede im
Detail erlautert werden.

[0037] Der Unterschied besteht darin, dal3 ein ein-
seitiger Leiterbahnfilm 1 einen Schlitz aufweist, der
eine Startkante wird, bei welcher ein Trennfilm 6 und
eine Platte 10a, 10b abgel6st werden.

[0038] Ein Verfahren zum Herstellen der Mehr-
schichtleiterplatte 8 in der zweiten Ausflihrungsform
unterscheidet sich, soweit in Fig. 5A bis 5C darge-
stellt, nur wenig von dem in der ersten Ausfihrungs-
form, welches in Fig. 1A bis 1C gezeigt ist.

[0039] Wie in Fig. 5D gezeigt, werden sechs einsei-
tige Leiterbahnfilme 1 und ein Trennfilm 6 aufeinan-
dergestapelt. Der Trennfilm 6 wird wie in der ersten
Ausfuhrungsform zwischen dem zweiten und dritten
Film 1 eingesetzt, vom oberen Ende des Stapels aus
gezahlt. Anders als in der ersten Ausfihrungsform
wird jedoch in Harzfilmen 2 ein Schlitz 13 ausgebil-
det.

[0040] Der Schlitz 13 wird beispielsweise durch Be-
strahlen des Harzfilms 2 mit Laserlicht ausgebildet.
Der Schlitz 13 kann durch einen Bohrer oder Fraser
oder eine Stanze ausgebildet werden. Eine Schneid-
linie des Schlitzes 13 kann als eine durchgehende Li-
nie oder als eine unterbrochene Linie mit gegebenen
Abstanden ausgebildet werden. In jedem Fall ist die
Festigkeit in einer Region um die Linie herum niedrig,
so dafd schon kleine Krafte auf die Ablésungsplatten
10a, 10b dazu beitragen, dal} der Schlitz 13 als eine
Trennstelle in der gesamten Region wirksam ist.
[0041] Eine Breite des Schlitzes 13 wird vorzugs-
weise so ausgebildet, daf} sie geringer als eine Dicke
jedes Harzfilms 2 ist. Eine Ausbildungsstelle des
Schlitzes 13 wird in den Oberflachen der Harzfiime 1
jeweils die gleiche. Der Schlitz 13 ist dadurch bis zu
der Tiefe des Stapels, in welcher der Trennfilm 6 an-
geordnet (eingesetzt) ist, durchgangig ausgebildet,
wie in Fig. 5D gezeigt.

[0042] Der Schlitz 13 wird zu einer Startkante zum
gegenseitigen Ablésen eines Trennfilms und AbIo-
sungsplatten 10a, 10b in der letzten Stufe, und auch
zu einer Grenze zu den anderen Abschnitten der
Mehrschichtleiterplatte B. D.h., der Schlitz definiert
eine Region der Ablésungsplatten 10a, 10b. Daher
ist anders als in der in Fig. 2 gezeigten ersten Aus-
fuhrungsform die Kante des Trennfilms 6 in einem an-
deren Abschnitt als der Seitenkante der Mehrschicht-
leiterplatte 8 angeordnet. Z.B. wird, wie in Fig. 6 ge-
zeigt, ein Schlitz in den Filmen 1 Uber (oder unter)
dem Trennfiim 6 entlang den drei durchgezogenen
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Linien (in Fig. 6) ausgebildet. Die drei durchgezoge-
nen Linien entsprechen einer Region eines Einset-
zens des Trennfilms 6, welche gleich einer Ausbil-
dungsregion der Ablésungsplatten 10a, 10b ist. Hier-
bei ist die gestrichelte Linie in Fig. 6 ein gebogener
Abschnitt der Ablésungsplatte 10a, so daf hier kein
Schlitz vorgesehen ist.

[0043] Somit sind Ablésungsplatten 10a, 10b, wel-
che eine Startkante in einem anderen Abschnitt als
der Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte 8 aufwei-
sen, durch Ausbilden eines Schlitzes 13 in einem die
Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte 8 ausschlie-
Renden Abschnitt ausgebildet. Hierbei kénnen die
Ablésungsplatten 10a, 10b und der Trennfilm 6 leicht
voneinander abgelést werden. Des weiteren kann
eine Gestalt der Ablésungsplatten 10a, 10b durch
Ausbilden des Schlitzes 13 in der gleichen Gestalt
ausgebildet werden.

[0044] Somit flihrt eine Warme-/Druckbearbeitung
fur den Stapel einschlief3lich der einseitigen Leiter-
bahnfilme 1, welcher die Schlitze 13 aufweist, dazu,
dall eine Mehrschichtleiterplatte 8 hergestellt wird,
welche einen Schlitz 13 aufweist, der von der oberen
Oberflache aus bis zu dem Trennfilm 6 in der Stapel-
richtung eindringt. Nachdem die Breite des Schlitzes
13 schmal ist, kann der Schlitz 13 mit Material anein-
anderstoRender Harzfilme 2 gefullt werden, welches
wahrend der Warme-/Druckbearbeitung schmilzt.
Selbst wenn der Schlitz 13 mit dem Harz geflillt wird,
ist der mit dem Harz gefillte Schlitz 13 jedoch me-
chanisch schwach genug, um leicht abgelést zu wer-
den.

[0045] Gemal vorstehender Beschreibung wird der
Schlitz 13 in den Filmen 1 ausgebildet, bevor die Fil-
me 1 aufeinandergestapelt werden. Der Schlitz 13
kann jedoch auch nach Aufeinanderstapeln der Filme
oder Erwarmen/Unterdrucksetzen des Stapels bei-
spielsweise durch Verwenden eines Lasers ausgebil-
det werden.

[0046] Als nachstes findet die erste Montageverar-
beitung auf der Oberflache der Mehrschichtleiterplat-
te 8 statt. Danach werden die Ablésungsplatten 10a,
10b und der Trennfilm 6 von der Startkante des
Schlitzes 13 aus fur den zu entfernenden Trennfilm
abgeldst, um entfernt zu werden. Hierbei ist die Start-
kante des Schlitzes 13 vorzugsweise in einem Ab-
schnitt angeordnet, der dem gebogenen Abschnitt
der Ablésungsplatten 10a, 10b gegentuberliegt. Nun
werden auf den getrennten Oberflachen der Ablo-
sungsplatten 10a, 10b erneut Komponenten 9 mon-
tiert, wie in Fig. 7 gezeigt.

[0047] Wie zuvor erlautert, ermdglicht die Ausbil-
dung eines Schlitzes 13 von der oberen Oberflache
des Stapels aus bis zu einer Tiefe des Trennfilms 6 in
der Stapelrichtung ein Ablésen des Trennfilms 6 und
der Ablésungsplatten 10a, 10b mit dem Schlitz 13 als
einer Startkante. Des weiteren fuhrt die Ausbildung
des Schlitzes 13 so, dal3 er der Ausbildungsregion
der Ablésungsplatten 10a, 10b entspricht, dazu, daf}
die gewilinschte Gestalt der Ablésungsplatten 10a,

10b erhalten wird. Im Ergebnis ermoglicht diese Aus-
fuhrungsform auch die Herstellung einer Mehr-
schichtleiterplatte 8, die zur hochdichten Montage fa-
hig ist.

Modifizierung

[0048] Die vorliegende Erfindung kann auch auf an-
dere Modifikationen gerichtet sein, ohne auf die erste
oder zweite Ausfihrungsform beschrankt zu sein.
[0049] In den vorgenannten Ausflihrungsformen ist
der Harzfilm 2 ein thermoplastischer Film, welcher 65
bis 35 Gew.-% PEEK und 35 bis 65 Gew.-% PEI ent-
halt. Demgegenulber kann der Harzfilm 2 auch nur
entweder PEEK oder PEI enthalten. Der Harzfilm 2
kann auch nur PES (Polyethersulfon), PPE (Polyphe-
nylenether), PEN (Polyethylennaphtalat), FlUssigkris-
tallpolymer, Styrolharz mit syndiotaktischer Struktur
oder dergleichen enthalten. Des weiteren kann der
Harzfilm 2 auch aus irgendeiner Mischung unter den
vorgenannten Harzen einschlieRlich PEEK und PEI
hergestellt sein. D.h., was von jeder Mischung gefor-
dert wird, ist eine Adhasionseigenschaft zwischen
den Harzfilmen wahrend der Warme-/Druck-bearbei-
tung sowie eine warmebestandige Eigenschaft, die
fur eine Nachbearbeitung wie etwa ein Léten erfor-
derlich ist.

[0050] In den vorgenannten Ausfiihrungsformen
sind einseitige Leiterbahnfilme verwendet worden,
um als ein Harzfilm gestapelt zu werden. Stattdessen
kdénnen jedoch auch andere Bauteile eingesetzt wer-
den, wie etwa eine Kernplatte oder Schichtplatte bzw.
Tragplatte (core board), welche einseitige Leiter-
bahnfilme auf ihrer oberen und unteren Oberflache
aufweist, ein verarbeiteter Harzfilm, welcher aus ei-
nem thermoplastischen Harz hergestellt ist und Lei-
terbahnen auf seiner Ober- und Unterseite aufweist.
Des weiteren kénnen einige Harzfilme fur den Stapel
ohne eine Leiterbahn sein. Gemal vorstehender Er-
lAuterung sind die Verbindungslécher durch ein
Druckverfahren mit der Leitpaste gefillt, es kénnen
jedoch auch andere Verfahren wie etwa stromlose
Plattierung, elektrolytische Plattierung, Ablagerung
aus der Dampfphase oder Metallbeschichtung einge-
setzt werden, um das leitfahige Material in die Verbin-
dungslécher einzufiillen.

[0051] In den vorgenannten Ausflihrungsformen ist
ein Verbindungsloch mit einem Boden mit einer Leit-
paste als einem Zwischenschichtverbindungsele-
ment ausgebildet und gefillt, jedoch kann ein Verbin-
dungsloch so ausgebildet sein, dal® es einen Film
durchdringt, und mit dem Zwischenschichtverbin-
dungselement aufgefiillt sein.

[0052] In den vorgenannten Ausfiihrungsformen
sind sechs einseitige Leiterbahnfiime gestapelt, es
kann jedoch jede beliebige Anzahl von Schichten
groler eins eingesetzt werden.

[0053] In den vorgenannten Ausfiihrungsformen
wird eine Ablésungsplatte um einen Winkel von 180
Grad gefaltet. Es kann jedoch, wie in Fig. 8A gezeigt,
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nachdem die Ablésungsplatte einmal um einen Win-
kel von 90 Grad relativ zu einer Ausgangsposition ge-
faltet wurde und die zweite Montageverarbeitung da-
nach ausgeflihrt wurde, die Ablésungsplatte erneut
gefaltet werden, so dal sie parallel zu der anderen
Abldsungsplatte angeordnet ist.

[0054] In den vorgenannten Ausflihrungsformen ist
zwischen einseitigen Leiterbahnfiimen zur Ausbil-
dung einer Mehrschichtleiterplatte ein Trennfilm an-
geordnet. Es kénnen jedoch mehr als ein Trennfilm
angeordnet sein, wie in Fig. 8B gezeigt, wo zwei
Trennfilme verwendet werden.

[0055] Des weiteren kénnen, wie in Fig. 8B gezeigt,
die Ablésungsplatten vor Montage der Komponenten
gemal einer Gestalt des Gehauses eines elektroni-
schen Gerats oder einer Gestalt der montierten Kom-
ponenten unter einem beliebigen Winkel gefaltet wer-
den.

[0056] In den vorgenannten Ausfiihrungsformen
wird nur eine Ablésungsplatte unter einem Winkel re-
lativ zu einer urspriinglichen Anordnung gefaltet. Je-
doch kann die andere Abldsungsplatte gleichzeitig
unter einem Winkel gefaltet werden. Des weiteren er-
moglicht das Vorsehen einer Mehrzahl von Trennfil-
men die Herstellung einer Mehrschichtleiterplatte mit
mehr als zwei gefalteten Ablésungsplatten.

[0057] Es wird flir den Fachmann offensichtlich
sein, dal vielfaltige Anderungen in den zuvor be-
schriebenen Ausfuhrungsformen der vorliegenden
Erfindung vorgenommen werden kénnen. Der Um-
fang der vorliegenden Erfindung sollte jedoch durch
die beigefligten Anspriiche bestimmt sein.

[0058] Vorstehend wurde eine neuartige Mehr-
schichtleiterplatte, ein Verfahren zu ihrer Herstellung
sowie ein Mobilgerat mit Verwendung der Mehr-
schichtleiterplatte beschrieben.

[0059] Eine Mehrzahl von einseitigen Leiterbahnfil-
men (1), welche aus Harzfilmen (2) hergestellt sind,
wird aufeinandergestapelt, um einen Stapel auszubil-
den, wobei in einer gegebenen Region ein Trennfilm
(6) sandwichartig eingeschlossen, also zwischenlie-
gend angeordnet wird, welcher leicht von den HarZfil-
men getrennt werden kann. Der Stapel wird dann er-
warmt und unter Druck gesetzt, um eine Mehrschicht-
leiterplatte (8) auszubilden. Nach Montage von Kom-
ponenten auf der Oberflache der Mehrschichtleiter-
platte werden die Leiterplatte und der Trennfilm von-
einander abgeldst. Wenigstens eine Abldsungsplatte
(10a) von Ablésungsplatten (10a, 10b) wird dann un-
ter einem Winkel relativ zu einer Position vor Ablo-
sung gefaltet. Komponenten (9, 9b, 9¢, 9d) werden
auf den getrennten Oberflachen der Ablésungsplat-
ten montiert. Somit ermdglicht eine neuerliche Mon-
tage der Komponenten auf den getrennten Oberfla-
chen der Ablésungsplatten eine hochdichte Montage,
ohne die Oberflachendimensionen der mehreren La-
gen selbst zu vergréRern und ohne eine weitere Lei-
terplatte hinzuzuflgen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte (8), welches aufweist:
einen Musterausbildungsschritt eines Ausbildens ei-
nes Leitermusters (3) auf wenigstens einer Oberfla-
che eines aus einem thermoplastischen Harz herge-
stellten Harzfilms (2);
einen Stapelschritt eines Aufeinanderstapelns einer
Mehrzahl von Harzfilmen einschlieBlich des Harz-
films (1), welcher mit dem Leitermuster versehen ist,
wobei wenigstens ein Trennfilm (6) in einer gegebe-
nen Region zwischenliegend angeordnet wird;
einen Erwarmungs- und Druckbeaufschlagungs-
schritt eines Erwarmens und Unterdrucksetzens ei-
nes Stapels der Harzfilme einschlieBlich des Trenn-
films mit Hilfe einer Prefl3¢form derart, dal® die Harzfil-
me gegenseitig aneinander haften, um die Mehr-
schichtleiterplatte auszubilden;
einen ersten Montageschritt eines Montierens von
Komponenten (9) auf einer Oberflache der Mehr-
schichtleiterplatte;
einen Abldsungsschritt eines Ablésens des Trenn-
films, einer ersten Ablésungsplatte (10a) und einer
zweiten Ablésungsplatte (10b), um den Trennfilm zu
entfernen, wobei die erste Ablésungsplatte ein erster
Abschnitt der Mehrschichtleiterplatte ist, welcher sich
oberhalb des Trennfilms befindet, wahrend die zweite
Abloésungsplatte ein zweiter Abschnitt der Mehr-
schichtleiterplatte ist, welcher sich unterhalb des
Trennfilms befindet; und
einen zweiten Montageschritt eines Montierens einer
Komponente (9, 9b, 9¢, 9d) auf wenigstens einer ge-
trennten Oberflache der ersten und zweiten Ablo-
sungsplatte in einem Zustand, in welchem wenigs-
tens eine Ablésungsplatte der ersten und der zweiten
Ablésungsplatte unter einem Winkel relativ zu einer
Position vor Abldsung gefaltet ist.

2. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR Anspruch 1, weiter gekennzeich-
net durch einen Schlitzausbildungsschritt eines Aus-
bildens eines Schlitzes (13) derart, dafl der Schlitz
von einer Oberflache der Mehrschichtleiterplatte aus
zu einer Oberflache des Trennfilms senkrecht zu der
Oberflache der Mehrschichtleiterplatte angeordnet
ist.

3. verfahren zum Herstellen einer Mehrschichtlei-
terplatte gemaR Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dal dann, wenn ein Ausbildungsabschnitt, in
welchem die erste und die zweite Ablésungsplatte
ausgebildet werden, innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte eine Seitenkante der Mehrschichtleiterplatte
ausschlie3t, der Schlitz derart ausgebildet wird, daf}
sich der Schlitz entlang wenigstens einem Teil einer
Umfangskante des Ausbildungsabschnitts befindet.

4. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemal Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
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kennzeichnet, dal der Schlitz derart ausgebildet
wird, daf® der Schlitz innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte durchgehend geschnitten wird.

5. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemafy Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dal der Schlitz derart ausgebildet
wird, daf® der Schlitz innerhalb der Mehrschichtleiter-
platte in unterbrochener Weise geschnitten wird.

6. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dal die erste und die zweite
Ablésungsplatte von einer Seitenkante der Mehr-
schichtleiterplatte als einer Startkante aus abgelost
werden.

7. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dal die erste und die zweite
Ablésungsplatte von einem Schlitz (13) als einer
Startkante aus abgel6st werden, wobei der Schlitz
naherungsweise senkrecht zu einer Oberflache der
Mehrschichtleiterplatte von der einen Oberflache der
Mehrschichtleiterplatte aus zu einer Oberflache des
Trennfilms ausgebildet ist.

8. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dal} ein Abstandshalter (12)
in wenigstens einem Zwischenraum eines ersten
Zwischenraums und eines zweiten Zwischenraums
vorgesehen wird, wobei der erste Zwischenraum sich
zwischen den abgeldsten ersten und zweiten Abl6-
sungsplatten befindet, wahrend sich der zweite Zwi-
schenraum zwischen der Oberflaiche der Mehr-
schichtleiterplatte und einer der abgeldsten ersten
und zweiten Abldsungsplatten befindet.

9. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dal} wahrend des Stapel-
schritts ein Verstarkungselement (11) zusatzlich in ei-
ner bestimmten Region zwischen den Harzfilmen
vorgesehen wird, wobei die bestimmte Region die
gegebene Region, in welcher der Trennfilm dazwi-
schen angeordnet wird, und eine Region, in welcher
die gefaltete Ablésungsplatte gebogen ist, aus-
schlief3t.

10. Verfahren zum Herstellen einer Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dall der Trennfiim eine
Schmelztemperatur aufweist, welche hoéher ist als
eine Temperatur, bei welcher der Erwdrmungs- und
Druckbeaufschlagungsschritt ausgefiihrt wird.

11. Mehrschichtleiterplatte (8), welche aufweist:
eine Mehrzahl von Leiterbahnen (3), welche derart
gestapelt sind, dal sie aus einem thermoplastischen

Harz hergestellte Harzfilme (2) dazwischen aufwei-
sen; und

zwei Ablésungsplatten einer ersten und einer zweiten
Ablésungsplatte (10a, 10b),

wobei vor Erwarmen und Unterdrucksetzen die erste
und die zweite Abldsungsplatte jeweils auf einer obe-
ren bzw. unteren Seite wenigstens eines Trennfilms
(6), welcher in einer Region zwischen zweien der
Harzfilme eingelegt ist, angeordnet sind,

wobei nach Erwarmen und Unterdrucksetzen die ers-
te und die zweite Abldsungsplatte und der Trennfilm
abgel6st werden und der Trennfilm entfernt wird, wo-
bei eine der zwei Ablésungsplatten unter einem Win-
kel relativ zu einer Position vor Ablésung gefaltet ist,
und

wobei eine Komponente (9, 9b, 9¢, 9d) auf wenigs-
tens einer getrennten Oberflache der zwei AbI6-
sungsplatten montierbar ist.

12. Mehrschichtleiterplatte gemal Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, daf} die eine der zwei Ablo-
sungsplatten unter einem Winkel von ndherungswei-
se 180 Grad relativ zu einer Position vor Ablésung
gefaltet ist.

13. Mehrschichtleiterplatte gemal Anspruch 11
oder 12, weiter gekennzeichnet durch einen Ab-
standshalter (12) in wenigstens einem Zwischen-
raum eines ersten Zwischenraums und eines zweiten
Zwischenraums, wobei sich der erste Zwischenraum
zwischen den abgeldsten ersten und zweiten AbIo-
sungsplatten befindet, wahrend sich der zweite Zwi-
schenraum zwischen der Oberflache der Mehr-
schichtleiterplatte und einer der abgeldsten ersten
und zweiten Ablésungsplatten befindet.

14. Mehrschichtleiterplatte geman einem der An-
spriche 11 bis 13, weiter gekennzeichnet durch ein in
einer bestimmten Region zwischen den Harzfiimen
vorgesehenes Verstarkungselement (11), wobei die
bestimmte Region eine erste Region, in welcher der
Trennfilm zwischengelegt ist, und eine Region, in
welcher die gefaltete Abldsungsplatte gebogen ist,
ausschlieft.

15. Mobilgerat, dadurch gekennzeichnet, daR
das Mobilgerat unter Verwendung der Mehrschicht-
leiterplatte gemaR einem der Anspriiche 11 bis 14
ausgebildet ist.

16. Mobilgerat gemal Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, da®
auf der getrennten Oberflache einer der abgeldsten
zwei Ablésungsplatten, welche unter einem Winkel
von naherungsweise 180 Grad relativ zu einer Positi-
on vor Abldsung gefaltet ist, eine Folientastatur (9b)
angeordnet ist, und
ein LCD-Sockel (9¢) und ein LCD-Modul (9d) auf der
getrennten Oberflache der anderen der abgeldsten
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zwei Ablésungsplatten angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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